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Einfach und bequem online günstige Standard-Pool-Platinen bis hin zu Hochtechnologie kalkulieren: Aluminium-
träger- und Aluminiumkernleiterplatten, Dickkupferplatinen, Rogers-Hochfrequenzleiterplatten, Flexplatinen und 
mittlere Serien bietet LeitOn transparent, günstig und bequem online an – vieles auch ab 12-Stunden Express.  
Lesen Sie mehr dazu – ab Seite 2579 – wie LeitOn die Standards voran treibt und neue Maßstäbe im Bereich der 
Leiterplatten-Onlinekalkulation setzt.
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